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РЕАЛІЗАЦІЯ СХЕМИ УПРАВЛІННЯ СТАНАМИ ТА ЗСУВАМИ НА ПЛІС
Класичним напрямом підвищення продуктивності систем управління в реальному часі є розпаралелювання обчислень [1]. У сучасних системах управління використовуються мультипроцесорні обчислювальні системи, побудовані на однотипних модулях. Збільшення числа процесорних модулів забезпечує підвищення продуктивності таких систем. Велика кількість існуючих систем, що забезпечують розв'язання задач управління різної складності, реалізовані саме за цим принципом [1]. Такі системи реалізовані на елементному базисі середньої та високої степені інтеграції, у якості процесорних ядер зазвичай використовуються мікроконтролери й універсальні процесори. Одним із сучасних напрямків розвитку мікроелектроніки є реалізація систем управління за принципом система на кристалі (System on Chip, SoС). Такі системи виконують функції цілого обладнання, розміщуються на одній інтегральній схемі [2] і реалізуються на програмованих логічних інтегральних схемах (ПЛІС). Мікропроцесори на одному кристалі мають ряд переваг перед звичайними мікропроцесорами середньої продуктивності: вони абсолютно синхронні з усім іншим проектом, розташованим у тій самій мікросхемі; реалізують спеціалізовані команди користувача та одержують потрібну користувачеві периферію. Реалізація мультипроцесорних систем на одному кристалі є ефективним напрямком підвищення продуктивності систем управління.

Розроблений модуль схеми управління станами та зсувами, що може бути застосований для забезпечення різних типів зсувів для арифметико-логічного пристрою RISC процесору. Пристрій розроблено на мові опису апаратних засобів VHDL. Розробка та моделювання пристрою виконано із застосуванням САПР Quartus II фірми Altera.
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